
 

107學年智邦科技學期實習 

《申請資格》 
大專院校相關科系大三以上及研究所在學學生。 

《實習期間》 
一、2018 年 9 月至 2019 年 6 月(107 學年度上下學期，可依課表彈性排班)。 

二、實習地點：新竹科學園區、台北辦公室(近捷運國父紀念館站)。 

《申請期限》 
即日起至 2018 年 9 月 30 日止。 

《實習待遇》 
一、 提供每月實習津貼。 

二、 提供勞健保、勞退提撥。 

三、 視學生需求，可與學校簽定實習合約，折抵實習學分。 

四、 如欲應徵請上 104 人力銀行搜尋「智邦科技」，或將履歷表 e-mail 至： 

人力資源部 赫先生：ernie_her@accton.com 

《實習職缺》 

職缺名稱 需求科系 

軟韌體研發工程師(台北) 資工/電機相關科系 

硬體研發工程師(新竹) 電機/電子相關科系 

熱流工程師(新竹) 機械/航太相關科系 

可靠度驗證工程師(新竹) 電機/工工相關科系 

零件驗證工程師(新竹) 電機/電子相關科系 

品質系統工程師(新竹) 化學/工工/管理相關科系 

 

智邦簡介 

實習內容 
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